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Metode Inspeksi Kerusakan Printed Circuit Board Menggunakan Camera Digital 

Microscope Pada Model Meja Getar 

Abstrak 

Penelitian ini merupakan model meja getar sumbu – z untuk menguji kualitas 

keandalan perakitan komponen elektronika berbasis LabVIEW. Keandalan 

mekanis pada assembly rangakaian elektronika dianggap sebagai bagian penting 

dalam memperkirakan keandalan secara keseluruhan pada peralatan elektronik. 

Dengan Pemahaman respon rangkaian elektronika terhadap getaran, frekuensi, 

dan perpindahan akan membantu dalam mengetahui fatigue life (umur dari 

terjadinya inisiasi fatigue hingga rusak) pada komponen, sambungan solder dan 

PCB. Dari hal itu, akan diperoleh suatu assembly rangkaian elektronika yang 

mempunyai keandalan yang tinggi. Dari Pengujian Getaran dengan menggunakan 

4 objek uji, pengetaran dilakukan pada range frekuensi 15 – 50 Hz. Hasilnya 

menunjukan bahwa 3 dari 4 objek uji adalah komponen elektronika berkualitas dan 

tahan terhadap getaran. Selain itu, meja getar sumbu – Z yang telah dibuat dapat 

berfungsi dengan baik sesuai fungsinya. Tingkat kerusakan PCB yang telah 

digetarkan oleh meja getar sumbu – Z mencapai 19,03% dengan PCB yang paling 

terdampak mencapai 54,54% kerusakan. 

 

Kata Kunci: Inspeksi PCB, Camera Digital Microscope, LabVIEW, LabVIEW 

VISION, meja getar sumbu-z, kerusakan komponen elektronika. 
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Methods of Printed Circuit Board Damage Inspection Using Digital Microscope 

Camera on Vibrating Table Model 

Abstract 

This research is a model of a z-axis vibration table to test the reliability quality of 

electronic component assemblies based on LabVIEW. Mechanical reliability in 

electronic assembly is considered an important aspect in estimating overall 

reliability in electronic equipment. Understanding the response of electronic 

circuits to vibration, frequency, and displacement will help determine the fatigue 

life (the time from fatigue initiation to failure) of components, solder joints, and 

PCBs. From this, an electronic circuit assembly with high reliability will be 

obtained. Vibration testing using 4 test objects was performed at a frequency range 

of 15 - 50 Hz. The results showed that 3 out of 4 test objects are quality electronic 

components and are resistant to vibration. Additionally, the z-axis vibration table 

that has been created functions well according to its purpose. The level of PCB 

damage caused by the z-axis vibration table reached 19.03%, with the most affected 

PCB experiencing 54.54% damage. 

 

Keywords: PCB inspection, Camera Digital Microscope, LabVIEW, LabVIEW 

VISION, z-axis vibrating table, electronic component damages. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keandalan mekanis pada assembly rangakaian elektronika dianggap sebagai 

bagian penting dalam memperkirakan keandalan secara keseluruhan pada 

peralatan elektronik (Tang et al., 2007).  

Saat ini peralatan elektronik yang digunakan di pesawat, kapal laut dan 

kendaraan darat mengalami getaran yang sangat kuat. Respon lingkungan dan 

getaran dikategorikan sebagai kontributor besar terhadap kerusakan pada 

peralatan elektronik secara keseluruhan (Golacki et al., 2009; Tang et al., 2007; 

van Zeebroeck et al., 2007). Jika peralatan elektronik tidak dirancang untuk 

lingkungan yang dinamis akan menyebabkan masalah dan membutuhkan 

sejumlah rancangan ulang dalam lingkup yang lebih luas. Hal ini disebabkan 

oleh getaran secara terus menerus yang dapat menyebabkan kegagalan dan 

kelelahan dari PCB sebagai akibat dari tekanan siklik (Darsono, 2017). Getaran 

yang ditransmisikan keseluruh rangkaian elektronika dapat menyebabkan 

kegagalan seperti keretakkan sambungan solder, pemutusan sambungan timah 

antara PCB ke komponen, kelonggaran skrup dan kerusakkan konektor. Dengan 

Pemahaman respon rangkaian elektronika terhadap getaran, frekuensi, dan 

perpindahan akan membantu dalam mengetahui fatigue life (umur dari 

terjadinya inisiasi fatigue hingga rusak) pada komponen, sambungan solder dan 

PCB. Dari hal itu, akan diperoleh suatu assembly rangkaian elektronika yang 

mempunyai keandalan yang tinggi. 

Berdasarkan permasalahan tersebut dibuatlah penelitian terkait pengaruh 

getaran, frekuensi, dan perpindahan terhadap hasil rakitan komponen 

elektronika menggunakan meja getar sumbu – Z. Maka dari itu peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan judul “Model Meja Getar Sumbu – Z Untuk 

Menguji Keandalan Rangkaian Elektronika Berbasis LabVIEW”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu, 

1. Bagaimana merancang program pada camera digital microscope untuk 

melakukan inspeksi PCB pada model meja getar sumbu – z dengan 

menggunakan software LabVIEW 2015 dengan ekstensi NI VISION? 

2. Bagaimana menguji keandalan dan kualitas perakitan komponen 

elektronika terhadap frekuensi getaran dan akselerasi getaran? 

3. Bagaimana cara mengkategorikan kerusakan yang dialami PCB setelah 

digetarkan pada model meja getar sumbu – z? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam pembahasan penelitian ini, terdapat batasan masalah yang 

memfokuskan pembahasan. Berikut adalah batasan masalah dalam penelitian 

ini yaitu, 

1. Kamera yang digunakan adalah camera digital microscope untuk 

melakukan inspeksi kerusakan pada PCB. 

2. Software yang digunakan pada tugas akhir ini adalah LabVIEW 2015 

dengan ekstensi NI VISION. 

3. Pengujian dilakukan dalam ruangan dengan penerangan yang cukup dan 

tidak memperhatikan suhu ruang. 

4. Objek yang diuji adalah kekuatan dan kualitas dari soldering pada 

komponen elektronika. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah untuk merealisasikan sebuah 

metode inspeksi PCB menggunakan camera digital microscope yang di 

program menggunakan software LabVIEW dan LabView VISION serta dapat 

diimplementasikan pada Meja getar sumbu – z untuk menguji keandalan dan 

kualitas komponen elektronika. 
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1.5 Luaran 

Luaran yang diharapkan dari pembuatan penelitian ini yaitu, 

1. Purwarupa model alat meja getar sumbu – Z untuk menguji keandalan 

rakitan rangkaian elektronika Berbasis LabVIEW. 

2. Alat ini diharapkan membantu mata kuliah dengan sub-topik komponen 

assembly untuk menguji ketahanan soldering pada komponen. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Terdapat beberapa kesimpulan yang penulis dapati setelah menyelesaikan 

skripsi ini, yaitu sebagai berikut; 

• Dari pengujian yang telah dikakukan, software LabVIEW dapat 

digunakan sebagai human machine interface (HMI) untuk camera 

digital microscope dalam melakukan inspeksi PCB pada model meja 

getar sumbu – z. 

• Dari Pengujian Getaran dengan menggunakan 4 objek uji, pengetaran 

dilakukan pada range frekuensi 15 – 50 Hz. Hasilnya menunjukan 

bahwa 3 dari 4 objek uji adalah komponen elektronika berkualitas dan 

tahan terhadap getaran. Selain itu, meja getar sumbu – Z yang telah 

dibuat dapat berfungsi dengan baik sesuai fungsinya. 

• Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, tingkat kerusakan PCB yang 

telah digetarkan oleh meja getar sumbu – Z mencapai 19,03% dengan 

Objek Uji 3 yang paling terdampak dengan tingkat kerusakan mencapai 

54,54%. 

5.2 Saran 

Adapun saran untuk penelitian di masa depan ialah sebagai berikut: 

1. Menggunakan motor penggerak otomatis pada bagian mekanik camera 

digital microscope. 

2. Pengujian menggunakan spesimen yang berbeda pada setiap frekuensi 

getaran. 
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